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2 AT 500 076 B1

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufbringen eines flachigen Ver-
bindungsmittels auf eine Kontaktflache eines Wafers.

Dabei laufen die im Stand der Technik beschriebenen Verfahren zum Aufbringen eines flachi-
gen Verbindungsmittels auf eine Kontaktfliche eines Wafers im Wesentlichen wie folgt ab.

Die flachigen Verbindungsmittel sind meist Mehrschicht-Folien aus einer mittleren Schicht, die
fur die Verbindung des Tragerwafers mit dem Produktwafer sorgen. Oberhalb und unterhalb
dieser mittleren Schicht sind Schutzfolien angeordnet, damit die Mehrschicht-Folie bei der
Auslieferung und Verarbeitung in platzsparender Art und Weise verwendet werden kann und die
Mittelschicht sich nicht mit sich selbst verbindet und folglich nicht mehr abgerolit werden kénnte.
Weiterhin haben diese Schutzfolien den Zweck, eine Kontamination der Mittelfolie zu verhin-
dern.

Zunéchst wird die Mehrschicht-Folie bei den gattungsgemafen Verfahren also zu dem Tréger-
wafer geflihrt. Auf diesem Weg wird die untere Schutzfolie entfernt, damit die Mittelschicht, auch
Klebefolie genannt, mit dem Wafer in Kontakt gebracht werden kann. Der Tragerwafer - auch
Handlingswafer genannt - besteht aus sehr hartem Material, beispielsweise Saphir. Nachdem
die Folie nun auf den Tragerwafer gebracht wurde, wird mit einem Messer an der Kante des
Tragerwafers entlang geschnitten, so dass der Tragerwafer und die nun nur noch aus Mittel-
schicht und oberer Schicht bestehende Folie ohne Uberlappungen verbunden sind.

Der so erhaltene Tragerwafer mit aufgebrachter Folie wird anschlieRend zur Weiterverarbeitung
in bekannte Bonding-Systeme eingebracht, in welchen die obere Schutzschicht abgenommen
wird und der Produktwafer mit dem Tragerwafer verbondet wird.

Der kritische Punkt bei den bisher im Stand der Technik beschriebenen Verfahren ist das
Schneiden des flachigen Verbindungsmittels entlang der Kante des sehr harten Tragerwafers.
Wird hierfir ein Messer eingesetzt, muss dieses bereits nach wenigen Durchgéngen ausge-
wechselt werden, weil es stumpf ist. Dadurch werden hoher Materialverschlei und Ausfallzei-
ten der Vorrichtung verursacht.

Wird dagegen ein Laserstrahl zum Schneiden der Folie entlang der Kante eingesetzt, erzeugt
dieser an der Schneidkante einen hervorstehenden Kranz oder Wulst, der spéter das exakte
Bonden behindert.

Weiterhin entstehen beim Schneiden entlang der Kante, sobald die Schneide einmal um den
Wafer herumgefahren ist, bei ungenauem Schneiden Folienstreifen, die dann bei der Weiter-
verarbeitung aus der Waferflache heraushéngen und sogar auf die Waferoberflaiche gelangen
kénnen.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung vorzusehen,
mit welchen Wafer auf kostenginstige Art und Weise ohne die Méglichkeit der Streifenbildung
mit einer Klebefolie versehen werden kdnnen.

Grundidee der Erfindung ist es, das flachige Verbindungsmittel (Mehrschichtfolie) bereits vorher
an die Form und Gré3e der Kontakiflache des Tragerwafers anzupassen und anschlieRend den
Kontakt zwischen Verbindungsmittel und Wafer herzustellen. Mit flichigem Verbindungsmittel
oder -element ist gemaR der Erfindung eine Folie, insbesondere Verbindungs- bzw. Mehr-
schichtfolie gemeint.

Soweit im Zusammenhang mit der Erfindung von Wafer gesprochen wird, steht dies stellvertre-
tend flr jede Art eines flachigen Bauteils, das mit einem flachigen Verbindungselement genau
kontaktiert werden muss.
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Die genannte Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum Aufbringen eines flachigen Verbin-
dungselements auf eine Kontaktflache eines Wafers gelost, die folgende Merkmale aufweist:

a. einer ersten Einrichtung zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen des flachigen Verbindungs-
elements

b. einer zweiten Einrichtung zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen des Wafers

c. einem Ausrichtungsmittel

d. einer Steuerungseinheit, die folgende Arbeitsschritte nacheinander bewirkt:

i. Ausrichtung der Kontaktflache des flachigen Verbindungsmittels mit der Kontaktflache
des Wafers durch die Ausrichtungsmittel, die erste Einrichtung und die zweite Einrich-
tung, wobei die Grofle des flachigen Verbindungselements im Wesentlichen der GroRe
der Kontaktflache des Wafers entspricht.

ii. Kontaktieren der Kontaktflache des flachigen Verbindungsmittels mit der Kontaktflache
des Wafers.

Die erste Einrichtung kann ein Chuck sein, der das flachige Verbindungselement aufnimmt,
beispielsweise durch Ansaugen, und dieses in der Vorrichtung frei bewegen und drehen kann.

Die zweite Einrichtung kann ebenfalls ein solcher oder ahnlicher Chuck sein, auf dem der Tra-
gerwafer aufliegt. Dieser Chuck kann aus Glas oder anderem durchsichtigen Material bestehen,
damit die Ausrichtungsmittel durch diesen hindurch die Lage des Wafers auf der zweiten Ein-
richtung bestimmen kénnen und unterhalb von diesem angeordnet sein konnen. Genauso kann
der Chuck jedoch auch aus nicht durchsichtigem Material beschaffen sein und die Position des
Wafers auf andere Art und Weise bestimmt werden.

Zunéachst wird das flachige Verbindungsmittel durch Ausrichtungsmittel mit der Kontaktflache
des Wafers ausgerichtet, wobei das flachige Verbindungsmittel bereits die Flachenmafle des
Wafers hat. Es kann sogar sinnvoll sein, das Verbindungsmittel um ein ganz geringes MaR,
beispielsweise 100 um, kleiner im Durchmesser auszubilden, so dass spater bei einem Kanten-
kontakt als erstes der Tragerwafer kontaktiert wird. Sinnvoll ist die horizontale Ausrichtung des
flachigen Verbindungsmittels genau iiber dem ebenfalls horizontal auf der zweiten Einrichtung
liegenden Wafer.

Anschlieend wird die erste Einrichtung abgesenkt, wodurch die genau liber der Kontaktflache
des Tragerwafers liegende Kontaktflache des Verbindungsmittels mit dieser in Kontakt gebracht
wird.

Auf diese Art und Weise wird eine Vorrichtung geschaffen, die ohne eine Schneide auskommt,
die das Verbindungsmittel entlang des Wafers schneiden muss, woraus folgt, dass beim Vorbe-
reiten des Wafers auf den Bond-Prozess keine Unterbrechung der Produktion durch Austau-
schen der Schneiden notwendig ist. Weiterhin kann es nicht mehr vorkommen, dass Streifen,
die beim Schneiden entlang der Wafer im Stand der Technik entstehen kénnen, die weitere
Verarbeitung der Wafer behindern oder Ausschuss verursachen.

Ein optisches Erfassungsmittel, das die Position des flachigen Verbindungselements und des
Wafers kontaktlos erfasst und aus zumindest einem, vorzugsweise aber drei Erfassungsgeraten
besteht, sorgt fiir die exakte Ausrichtung des flachigen Verbindungsmittels zum Wafer oder
umgekehrt, indem sie die relative Position des Verbindungsmittels zu dem Wafer erfasst und an
die Steuerungseinheit weitergibt, welche dann eine Ausrichtung des Wafers genau unter dem
flachigen Verbindungselement bewirkt.

Die optischen Erfassungsgerate kénnen als Mikroskope ausgebildet werden, wodurch eine
mikrometergenaue Ausrichtung und anschlielend Kontaktierung des flachigen Verbindungsmit-
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tels mit dem Tragerwafer erreicht werden kann, ohne hierbei Verschleit- oder Abfallprodukte
innerhalb der Vorrichtung abtransportieren zu miissen. Die Kontamination des meist sterilen
Vorrichtungsinnenraums wird auf ein Minimum reduziert.

Zum Ausrichten der Wafer bzw. des fléachigen Verbindungselements dienen mechanische Mittel,
die den jeweiligen Wafer drehen und/oder verschieben, sobald entsprechende Signale von der
Steuerungseinheit vorliegen.

Ein zugehdriges Verfahren zum Aufbringen eines flachigen Verbindungselements auf eine
Kontaktflache eines Wafers, bei dem zunachst das flachige Verbindungselement im Wesentli-
chen auf die GroRe der Kontaktflache des Wafers gebracht wird und anschlieRend die Kontakt-
flachen durch eine erste Einrichtung zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen des flachigen Ver-
bindungselements und eine zweite Einrichtung zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen des Wa-
fers und Ausrichtungsmittel miteinander ausgerichtet und kontaktiert werden, wobei der Ablauf
des Verfahrens durch eine Steuerungseinheit gesteuert wird, die iber Wirkverbindungen mit der
ersten und zweiten Einrichtung und dem Ausrichtungsmittel verbunden ist, l16st ebenfalls die
oben genannte Aufgabe.

Bestandteil des erfindungsgemaRen Verfahrens ist die Anpassung der GrofRe des Verbin-
dungsmittels auf die GroRe der Kontaktflache des Wafers. Dies kann sowohl innerhalb der oben
beschriebenen Vorrichtung mit Hilfe eines Ausstanzgerates erfolgen. Durch dieses Ausstanzge-
rat kénnen von einer abrollenden Mehrschichtfolie auch gleichzeitig mehrere Folienstlicke
ausgestanzt werden. Der Vorteil des Ausstanzens besteht darin, dass gegeniiber dem Schnei-
den der Verschlei® geringer ist und das Ausstanzen wesentlich schneller ablaufen kann. Ver-
schiedene GrofRen von Wafern kdnnen durch unterschiedliche Stanzstempel bedient werden.

Die flachigen Verbindungsmittel kdnnen aber auch bereits vorgestanzt bezogen werden und in
dieser Form in die Vorrichtung eingebracht werden. Dies ist ebenfalls unter den Wortlaut des
Verfahrens zu subsumieren.

Bezuglich weiterer Ausfiihrungsformen zu den einzelnen Verfahrensschritten wird auf die vor-
stehenden Erlauterungen im Zusammenhang mit der Vorrichtung sowie die nachstehende
Figurenbeschreibung Bezug genommen.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Merkmalen der Unteranspriiche sowie
den sonstigen Anmeldungsunterlagen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausflihrungsbeispieles naher eridutert. Die darin
beschriebenen Merkmale kdnnen sowohl einzeln als auch in beliebigen Kombinationen fir die
Verwirklichung der Erfindung von Bedeutung sein. Dies gilt auch fiir die Merkmale, die vorste-
hend zur Beschreibung der Vorrichtung und des Verfahrens genannt wurden. Die Figuren der
Zeichnung zeigen im Einzelnen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht der erfindungsgemafen Vorrichtung

Fig. 2 eine schematische Aufsicht auf die erfindungsgeméaRe Vorrichtung mit Erweiterungsge-
raten

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht auf die erfindungsgemaRle Vorrichtung mit Erweite-
rungsgeraten

Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Vorbereitungsschrittes

In Figur 1 ist - stark schematisiert - eine Steuerungseinheit 6 gezeigt, die eine Durchfiihrung des
Verfahrens gemaR den in der obigen Beschreibung beschriebenen Verfahrensschritten in einer
beispielhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung bewirkt.

Die Steuerungseinheit 6 ist hier durch eine erste, zweite und dritte Wirkverbindung 3w, 4w und
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Sw jeweils mit einer ersten Einrichtung 3 zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen eines flachigen
Verbindungselements 1, einer zweiten Einrichtung 4 zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen
eines Wafers 2, und einem Ausrichtungsmittel 5 verbunden.

Die erste Einrichtung 3 und die zweite Einrichtung 4 kdnnen das flachige Verbindungselement 1
und den Wafer 2 jeweils beliebig innerhalb der Vorrichtung prazise bewegen. Mit Bewegen ist
das Verfahren in allen rdumlichen Richtungen als auch eine Rotation gemeint. Die rdumliche
Anordnung der Einrichtungen zueinander ist nur beispielhaft. In einer vereinfachten Ausfiih-
rungsform kann eine der beiden Einrichtungen 3 oder 4 starr ausgebildet sein.

Die Aufnahme des Wafers 2 auf der zweiten Einrichtung 4 sowie die Aufnahme des flachigen
Verbindungselements 1 auf der ersten Einrichtung 3 erfolgt auf im Stand der Technik bekannte
Art und Weise, hier durch Bernoulli-Verbindung.

Das flachige Verbindungselement 1 ist hier eine Mehrschichtfolie, die aus einer oberen und
unteren Schutzfolie 1s und einer mittleren Verbindungsfolie 1f besteht, die mit jeweils einer
Kontaktflaiche 1k oben und unten mit der Schutzfolie in I6sbarem Kontakt steht. Die untere
Kontaktflache 1k dient hier der Verbindung mit dem (Trager-)Wafer 2. Die obere Kontaktflache
1k dient der spéteren Verbindung des mit dem Tragerwafer 2 verbundenen flachigen Verbin-
dungselements 1 mit einem Produktwafer beim Bonden. (hier nicht gezeigt)

Unterhalb der zweiten Einrichtung 4 sind Ausrichtungsmittel 5 angeordnet, die zur Ausrichtung
des Tragerwafers 2 im Bezug auf das flachige Verbindungsmittel 1 dienen. Die geometrische
Anordnung der Ausrichtungsmittel 5 innerhalb der Vorrichtung ist wiederum nur als beispielhaft
zu sehen.

Optische Erfassungsmittel 7 dienen sowohl der Erfassung der Position des flachigen Verbin-
dungselements 1 als auch der Erfassung der Position des Wafers 2 und weisen zwei Erfas-
sungsgerate 8, hier zwei Mikroskope, auf. Es kdnnen natirlich auch dem flachigen Verbin-
dungselement 1 und dem Wafer 2 eigene Erfassungsgerate 8 zur Erfassung der Position zuge-
ordnet sein. Die zweite Einrichtung 4 ist bei der vorliegenden Ausgestaltung der Erfindung
durchsichtig, so dass eine Erfassung der Position des Wafers 2 von unten moglich ist. Dies ist
an der strichpunktierten Linie zu erkennen, die den Erfassungsstrahl schematisch darstelit.

In Figur 2 ist dartiber hinaus ein Ausstanzgerat 10 zum Ausstanzen des flichigen Verbindungs-
elements 1 gezeigt. Aus einer Mehrschichtfolie, die als Rolle angeliefert wird, werden die flachi-
gen Verbindungselemente mit dem Ausstanzgerat ausgestanzt und dann der in Figur 1 darge-
stellten Vorrichtung zugefiihrt. Eine schematische Seitenschnittansicht des Ausstanzgerétes ist
in Figur 4 dargestellt. Die erste Einrichtung 3 zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen des flachi-
gen Verbindungselements 1 wird Gber der Mehrschichtfolie und einem Stanzstempel 11 des
Ausstanzgerates 10 ausgerichtet und bis zur Schutzfolie abgesenkt.

Anschliefend wird das flachige Verbindungselement 1, das in der GroRe, d.h. der Grundfliche,
im Wesentlichen der Kontaktflaiche 2k des Wafers 2 entspricht, ausgestanzt. Durch das Aus-
stanzen konnen keine Streifen am Rand des flachigen Verbindungselements 1 gebildet werden,
wie dies h&ufig beim herkdmmlichen Schneiden des flachigen Verbindungselements 1 entlang
der Kante des Wafers 2 vorkommt. Die erfindungsgemafe Vorrichtung funktioniert natirlich
auch mit bereits vorgestanzten oder bereits ausgestanzten flachigen Verbindungsmitteln 1. Der
eben beschriebene Ausstanzvorgang entféllt dann zum Teil oder ganz.

Mittels einer Folienabzugseinrichtung 9v wird die untere Schutzfolie 1s des flachigen Verbin-
dungselements 1 abgezogen.

Der Stanzstempel 11 des Ausstanzgerates 10 wird wieder abgesenkt und die erste Einrichtung
3 wird zusammen mit dem flachigen Verbindungselement 1 in eine Position (iber dem Ausrich-
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tungsmittel 5 bewegt, wo der folgende Ausrichtungsvorgang beginnt. Die exakte Position des
flachigen Verbindungselements 1 wird erfasst und gespeichert, was entweder in Speichermit-
teln in dem Ausrichtungsmittel 5 oder in Speichermitteln in der Steuerungseinheit 6 geschieht.
Die Daten kdnnen jeweils liber die Wirkverbindungen 3w, 4w und 5w bertragen werden.

Zur Erfassung der Position dient im vorliegenden Fall der Rand des flachigen Verbindungsmit-
tels 1 respektive des Wafers 2, der mittels einer Bilderkennung erfasst und verarbeitet wird. Die
Erfassung kann auch durch an dem flachigen Verbindungsmittel 1 und/oder dem Wafer 2 ange-
brachte Justiermarken erfolgen, Uber die die genaue Position berechnet werden kann.

Nachdem die Position gespeichert wurde, wird der Tragerwafer 2 zwischen das flachige Verbin-
dungsmittel 1 und die Ausrichtungsmittel 5 gefahren, wobei sich die Kontaktflachen 1k und 2k
gegenuberliegen. Nun wird der Wafer 2 in exakt die gleiche Position unter das flachige Verbin-
dungselement bewegt, wobei es auch auf die gleiche Rotationsausrichtung ankommt. Der
Wafer mit dem flachigen Verbindungsmittel hier an Hand einer Ablachung der ansonsten rotati-
onssymmetrischen Kérper ausgerichtet.

Sobald die richtige Position erreicht ist, werden die Kontaktflachen 1k und 2k kontaktiert. Die
Kontaktflache 1k des flachigen Verbindungsmittels ist bei der vorliegenden Ausgestaltung der
Erfindung geringfiigig kleiner, so dass beim fertig gebondeten Wafer spéter die Kante des Tra-
gerwafers geringflgig nach aufien hervorsteht. Die Kontaktflichen 1k und 2k werden genau im
Flachenschwerpunkt kontaktiert, so dass am Umfang eine gleichméaRige Stufe entsteht.

Anschlielend wird die erste Einrichtung 3 von dem flachigen Verbindungselement 1 geldst und
das flachige Verbindungselement 1 zusammen mit dem Tragerwafer 2 weiteren Verfahrens-
schritten unterzogen. Im weiteren Verlauf wird dann die noch auf dem flachigen Verbindungs-
element 1 verbliebene obere Schutzfolie 1s mittels Folienabnahmemittel 9n abgenommen,
damit das flachige Verbindungselement 1 zusammen mit dem Tragerwafer 2 zum Verbonden
mit einem Produktwafer gefiihrt werden kann.

Durch die so ausgestaltete Erfindung wird das Ausstanzen, Laminieren und die Entfernung der
Schutzfolie von der Mehrschichtfolie in einer Vorrichtung realisiert. Zusatzlich entfallt der hohe
Verschleil} der Messer beim Schneiden der Mehrschichtfolie entlang der harten Tragerwafer-
kante. Die Stanzstempel 11 kdnnen leicht durch andere ausgetauscht werden, was die Ver-
wendung einer Vielzahl von Formen und GroRen der Wafer 2 und flachigen Verbindungsele-
mente 1 ermdglicht. Dartiber hinaus wird innerhalb der Vorrichtung kein oder vergleichsweise
wenig Abfall erzeugt.

Patentanspriiche:

1. Vorrichtung zum Aufbringen einer Folie (1) auf eine Kontaktflache (2k) eines Wafers (2) mit
folgenden Merkmalen:

a. einer ersten Einrichtung (3) zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen der Folie (1),

b. einer zweiten Einrichtung (4) zur Aufnahme und ggf. zum Bewegen des Wafers (2),

c. einem Ausrichtungsmittel (5) mit einem optischen Erfassungsmittel (7), das die Positio-
nen der Folie (1) und des Wafers (2) erfasst und aus zumindest einem, vorzugsweise
drei, Erfassungsgeraten (8) besteht und

d. einer Steuerungseinheit (6), die folgende Arbeitsschritte nacheinander bewirkt:

i. Ausrichtung der Kontaktflache (1k) der Folie (1) mit der Kontaktfliche (2k) des Wa-
fers (2) durch die Ausrichtungsmittel (5), die erste Einrichtung (3) und die zweite
Einrichtung (4), wobei die GroRe der Folie (1) im Wesentlichen der GréRe der Kon-
taktflache (2k) des Wafers (2) entspricht.

ii. Kontaktieren der Kontaktflache (1k) der Folie (1) mit der Kontaktflache (2k) des Wa-
fers (2).
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Vorrichtung nach Anspruch 1, deren Steuerungseinheit (6) die folgenden Arbeitsschritte zur

Ausrichtung nacheinander bewirkt:

a. Die Folie (1) wird durch die erste Einrichtung (3) in eine Position (iber dem Ausrich-
tungsmittel (5) bewegt, wobei die Kontaktflache (1k) der Folie (1) in Richtung des Aus-
richtungsmittels (5) angeordnet wird.

b. Die Position der Folie (1) wird gespeichert.

c. Der Wafer (2) wird durch die zweite Einrichtung (4) in eine Position zwischen der Folie
(1) und dem Ausrichtungsmittel (5) bewegt, wobei die Kontaktfliche (2k) des Wafers (2)
in Richtung der Kontaktflache (1k) der Folie und parallel zu der Kontaktfliche (1k) der
Folie (1) angeordnet wird, und wobei die Kontaktflachen (1k, 2k) genau gegeniber an-
geordnet werden.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Kontaktfliche (1k) der Folie (1) kleiner oder
gleich der Kontaktflache (2k) des Wafers (2) ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Erfassungsgerate (8) Mikroskope sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der ein Ausstanzgerét (10) die Folien (1) auf die entspre-
chende GroRe ausstanzt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei dem die Folie (1) eine Verbindungsfolie (1f) mit zwei
Kontaktflachen (1k) ist, wobei jede Kontaktflache (1k) durch eine Schutzfolie (1s) abge-
deckt ist, und wobei Folienabnahmemittel (9v, 9n) vorgesehen sind, die die Schutzfolie (1s)
vor der Kontaktierung der jeweiligen Kontaktflache (1k) der Folie (1) mit der entsprechen-
den Kontaktflache (2k) des Wafers (2) von der Folie (1) abnehmen.

Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei das Folienabnahmemitte! (9v) in das Ausstanzgerét
(10) integriert ist und so ausgebildet ist, dass die Schutzfolie (1s) vor dem Ausstanzen ab-
gezogen wird.

Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Steuerungseinheit (6) Speichermittel zur Speiche-
rung der Position der Folie (1) und des Wafers (2) aufweist.

Verfahren zum Aufbringen einer Folie auf eine Kontaktflaiche eines Wafers, bei dem zu-
nachst die Folie im Wesentlichen auf die GroRe der Kontaktfliche des Wafers gebracht
wird und anschlieend die Kontaktflichen durch eine erste Einrichtung zur Aufnahme und
ggf. zum Bewegen der Folie und eine zweite Einrichtung zur Aufnahme und ggf. zum Be-
wegen des Wafers und Ausrichtungsmittel miteinander ausgerichtet und kontaktiert wer-
den, wobei der Ablauf des Verfahrens durch eine Steuerungseinheit gesteuert wird, die
Uber Wirkverbindungen mit der ersten und zweiten Einrichtung und dem Ausrichtungsmittel
verbunden ist, und wobei das Ausrichtungsmittel optische Erfassungsmittel aufweist, durch
die die Folie vor der Kontaktierung mit der Kontaktfliche des Wafers optisch ausgerichtet
wird.

Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Folie eine Verbindungsfolie mit zwei Kontaktfla-
chen ist, wobei jede Kontaktflache durch eine Schutzfolie abgedeckt ist, die vor der Kontak-
tierung der jeweiligen Kontaktflache der Folie mit der entsprechenden Kontaktfliche des
Wafers durch ein Folienabnahmemittel von der Folie abgenommen wird.

Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Kontaktflache der Folie kleiner oder gleich der
Kontaktflache des Wafers ist.

Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Kontaktflache der Folie durch Ausstanzen mittels
eines Ausstanzgerates auf die entsprechende GroRe gebracht wird.
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13. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem eine vorgefertigte Folie mit entsprechender Kontakt-
flache verwendet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Ausrichtung wie folgt ablauft:

a. Die Folie wird durch die erste Einrichtung in eine Position (ber dem optischen Erfas-
sungsmittel bewegt, wobei die Kontaktflache der Folie in Richtung des optischen Erfas-
sungsmittels angeordnet wird.

b. Die Position der optischen Folie wird durch die Ausrichtungsmittel gespeichert.

c. Der Wafer wird durch die zweite Einrichtung in eine Position zwischen der Folie und
dem optischen Erfassungsmittel bewegt, wobei die Kontaktflaiche des Wafers in Rich-
tung der Kontaktflache der Folie und parallel zu der Kontaktflache der Folie angeordnet
wird, und wobei die Kontaktflichen genau gegeniiber angeordnet werden.

Und anschlieRend die Kontaktflachen bis zur Kontaktierung aufeinander zu bewegt wer-

den.

Hiezu 4 Blatt Zeichnungen
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Fig. 1
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